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注意：本技術數據表內的資訊是根據高柏團隊的研究與測試得出的最佳數據。本技術數據表中列出的值僅代表典型值，並非對每一批生產的物料都進行測試。
所有規格如有變更，恕不另行通知；無影響產品功能之保護膜及離型紙，如非特殊要求，皆依高柏默認為準。由於各種可能的使用條件超出了我們的控制範圍，因此我們提出的所有建議均不構成保證或責任，用戶應自行進
行測試，以確定我們的產品在任何特定情況下的適用性。本產品的銷售沒有任何明示或暗示的說明，表示其適用於特定目的或其他用途的保證，但本產品應依據高柏與您確認的發票、報價、或 訂單，提供最標準的產品質
量。我們不承擔使用者如何延伸或改變此技術數據表中的資訊，使用者應承擔所有風險。此外，本技術數據表中的資訊不包含任何內容解釋與涉及產品材料的現有用途、未來專利衝突、工藝製造，與使用產品的建議。 
高柏科技為了能提供客戶更高效能的導熱介面材料，針對部分產品更新製程並整合 UL 認證規格，自今日起我們將逐漸以 TG-A 系列料號取代部分上一代產品。

產品特性 Feature

產品規格 Specification CMC AlSiC 與 MMC 材料比較 :

Material Density
( g/cm3 )

Thermal 
conductivity
( W/m·K @25°C )

Coefficient of 
Thermal Expansion

( PPM /°C )

85Mo/15Cu 10.01 195 7.0

50Mo/50Cu 9.51 230 10.3

AlSiC 2.7~3.0 >180 7~10

Cu-AlSiC 2.9~3.2 >360 8~12

•優異的高溫加工穩定性
•經熱循環與可焊性測試後無翹曲現象
•低熱膨脹係數與高熱導率
•重量低於銅
•厚度可薄型化不會翹曲，最薄可達 1mm
•通過抗振動測試
•經熱循環測試後的使用壽命優於銅
　(資料來源：Infineon AN2019-05 報告，詳見下圖 ) 可作為銅（Cu）或鉬銅（Mo-Cu）的替代材料。

陶瓷基複合材料，用以提升電子元件的熱導率與散熱效率。

一般說明 General Description

CMC AlSiC 散熱片 
RoHS Compliant

MMC 
( 金屬基複合材料 )

CMC
( 陶瓷基複合材料 )

鋁僅於表面處與碳化矽（SiC）結合 鋁於整體結構中均與碳化矽（SiC）結合
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